LEHIMLEME SURECLERINDE

FLAKS KULLANIMI VE KULLANIM SONRASINDA
TEMiZLEME iSLEMLERI
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Elektronik

lektronik Uretim yapilan bir isletmede, elektronik

malzemelerin lehimleme islemleri elektronik Uretim

akisinin asla ihmal edilemeyecek olan en 6nemli kismi

olup, Uretim surecleri icerisinde vazgecilemeyecek olan
tek temel tasidir.

Lehimleme islemi esnasinda lehim bir baglanti noktasi Gizerinde
donup kalmaz, is1 yardimi ile eriyerek iki metal ylizey arasinda
oncelikle mekanik anlamda bir baglanti olusturur. Ama olusan
baglanti aslinda bu kadar basit degildir. Eriyen lehim birlestirdigi
iki metal ylzey arasinda molekiiler gecis yapacak sekilde
kimyasal reaksiyona girer ve ylizeyler arasinda sadece mekanik
degil, mikemmel elektriksel iletkenlik de saglayacak sekilde
metallrjik bir baglanti saglar.

Ancak dogru sartlar saglanamadiginda, lehim elektronik
malzemelere her zaman kolayca tutunamayabilir, lehim
baglantisi da istenen sekilde olmaz. Bu tlr kétl bir lehimleme
islemi neticesinde elektronik devre (izerinde, devrenin
calismasini engelleyecek olan acgik veya kisa devreler seklinde
kotu lehim baglantilari olusur. Daha da kotiist yiizeylere tam
tutunamadigi icin soguk lehim tabir edilen basta calistigini
distinduglimuz ama kisa bir siire sonra ¢alismayacak bir lehim
baglantisi da olusabilir.

Mikemmel bir lehimleme isleminin gerceklesmesi icin her
seyden oOnce gelen iki temel gereksinim vardir. Birbirlerine
lehimlenecek olan malzemelere uyumlu yapida lehim alasimi
ve iyi bir baglantiyr engellemeyecek sekilde, tozlu, kirli veya
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pash olmayan temiz ylzeyler. Lehim alagimlarinin ¢ogu
artik standartlasmistir, yapilacak ise goére secilirler. Toz veya
kir uygun saklama kosullari ile veya lehimleme o6ncesinde
temizlik yapilarak engellenebilir. Ancak ytizeydeki oksit veya
paslanmalari bertaraf edebilmek, farkli yaklasimlar gerektirir.
Metal ylzeylerinde olusan oksit, lehimin iyi yayillmasini ve
kaliteli bir lehim baglantisi olusmasini engeller.

Hemen hemen bitiin metaller havadaki oksijen ile reaksiyona
girerek okside olurlar. Demir Uzerinde hizlica olustugunu
gorebilecegimiz paslanma, demiri ylizeyden iceriye dogru
clritur ve yapisini degistirir. Aliminyum da hizlica paslanir
ama dis ylzeydeki pas iceriye ilerlemez, ylizeyde kalir, oksijen
baglantisini keserek i¢ ylizeyi korur. Oksitlenme, elektronik
Uretimlerde kullanilan kalay, aliminyum, bakir, gimus vb. gibi
tim metaller Gzerinde farkh sekillerde olusur. Oksitlenen kalay
ve glimis kararir, bakir da kararir veya yesile doner. Sadece
altin oksitlenmez ve kolay lehim alir ama lehim baglantisi daha
kirlgandir. iste metal yiizeylerde olusan bu oksitlenmeler,
lehimleme islemini zorlastirir, lehimin iki metal arasinda kimyasal
bag kurmasini engeller, iyi bir lehim baglantisi saglanmasini
nerede ise imkansiz hale getirir.

Oksitlenme metaller acgisindan engellenmesi imkansiz bir
olusumdur. Ortamdaki yiiksek nem ve sicaklik ile oksit olusumu
hizlanir, depolarda, raflar Uzerinde ve benzeri ortamlarda
bekleyen elektronik malzeme ve kartlar etkileyerek goériinmez
bir maliyet artigi yaratir. Malzemelerin Uzerlerinde koruyucu
kaplamalar bulunsa dahi, yeterli bir zaman siireci sonrasinda
oksijen bu korumalar da asar. Hatta, bazen uzun sureli
stoklanmis malzemeler icin lehimleme 6ncesi mekanik temizlige
dahi gerek duyulabilir.

Mikemmel bir lehim baglantisi icin ihtiya¢ duyulan ikinci
onemli faktor olan temiz yiizeyleri bize saglayacak olan ¢6zim,
lehimleme asamasinda flaks (flux) kullanimidir. Flaks dedigimiz
malzemeler lehimlenecek metal ylzeyleri oksitlerden arindiran,
ylzeyler arasi gerekli isi transferini gerceklestiren, ve lehimin
ylzeyler boyunca yayilmasini saglayan olmazsa olmaz kimyasal
kompozisyonlardir.

Flaks oda sicakliginda aktif olmayan bir malzemedir ancak
isitildiginda aktif hale gecerek kuvvetli bir oksit ¢oziici ve
onleyici malzeme olur. Isi enerjisi kullanilarak gerceklestirilen
lehimleme siirecinde en 6nemli yardimci malzeme olan flaksin,
lehimleme oOncesinde gerceklesen birkag mucizevi gorevi
vardir ve bu asamada en 6nemli faktor flaksin dogru isi ile
kullanilmasidir.
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Flaks, lehimlenecek bolgeye gerekli 1si enerjisini saglayan lehim
ekipmani, lehimlenecek ylizeyler ve erimis lehim arasindaki isi
transferini gerceklestirir.

Flaks lehimleme isleminden
saliseler oncesinde yayilldig
yuzeyin direncini kirar ve erimis
lehimin yuizeyde topguklar helinde
kalmayarak akmasini ve lehim
baglantisini  dolduracak sekilde
yayllmasini saglar.

Ama flaksin en o6nemli gorevi
lehimlenecek  metal  ylizeyler
Gzerindeki oksitleri ¢Ozup
temizleyerek metaller arasinda
molekiler bir gecis tabakasi
olusacak  sekilde  gerceklesen
diizgiin bir lehim baglantisinin

olusmasini saglamaktir.

Flaksin gorevi bu kadarla da bitmez.
Metallerin her zaman oksitlendigini
ama  yiksek sicakliklarda  bu
olusumun cok hizli gerceklestigini unutmayalim. Lehimleme
isleminin hemen arkasindan 1sinmis metal hizlica yeniden
oksitlenmeye yatkindir. Flaks lehimleme gerceklestikten hemen
sonra ylzeyde yayil kalarak hala sicak olan lehim yiizeyinin
oksijen ile baglantisini keser ve 1sinmis metal ylizeyin yeniden
oksitlenmesini engeller.

Lehim makinasi  kullanimi ile gerceklesen lehimleme
islemlerinde gerektigi kadar flaks kullanimi yapilacak ince
ayarlar ile saglanabilir. El ile yapilan lehimlemelerde ise
kullanilmasi gereken flaks lehim telinin icerisinde vyeterli
miktarda mevcuttur. Sadece kompleks yapilarda yiizey monteli
malzemeleri lehimlemek veya onarim amacl sékmek gibi daha
zor operasyonlar icin fazladan flaks kullanimi yararl olabilir.
Ama her sekilde kullanimi en uygun flaks, isimizi gorebilecek
miktarda olmak lizere en az asit dederi olan ve diizgiin bir lehim
baglantisi saglayacak sekilde yeterli aktivasyonu saglayan flaks
tipidir.

Flaks tipleri

J-STD-004'e gore ve IPC ve EIA standartlari uyarinca en popliler
flaks siniflandirmasi flaks tiplerini Rosin (RO) ; Resin (RE); Organic
(OR) ve Inorganic (IN) olmak tizere dért ana kisima ayirir.

RO : Rosin tip flakslar

Sivi halde damitilip saflastinimis dogal ¢cam adaci recinesi
kullanilarak Gretilen en eski flaks ttirtdir. RO tipi flakslar ¢6zlict
olarak dusik kaynama

noktall isopropanol
icerdikleri icin parlayici
ozelliktedir. Cesitli
tiplerde modifiye
edilmis  abietic  asit
icerirler ve bazi
tiplerinde halojen

tuz temelli aktif
malzemeler bulunur.

RO tip flakslar isialtinda
akici, lehimlenecek
metal ylizeyleri dis etkenlerden diger tip flakslara oranla daha
kolay temizleyen, etkili oksit ¢oziiciilerdir.
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Yuksek kati madde iceren tipleri yliksek miktarda halojen tuzlari
icerdiklerinden lehim sonrasi atiklar ylizeyde temizlenmeden
kalir ise metal vyilzeyleri hizlica
asindirmalar olasidir. Daha az kati
madde oranl olanlan ise duisik
seviyede halojen tuzlari igerirler
ama yine de lehimleme sonrasi
kalan atiklarin okside edici 6zelligi
vardir.

Oda sicakhiginda iken kati halleri
ile etkisiz olan RO tip flakslar
1sindiklarinda sivi hale gecer ve aktif
asit ozelligi kazanirlar. Lehimleme
sonrasinda PCB Uzerinde devreye
zarari dokunacak bir durumlan
olmamasina ragmen, elektronik
devre kendi calisma sicakhgina
ulastiginda atiklarin sivi ve aktif
hale gecgebilme tehlikesi vardir. Bu
nedenle isinan devreyi asindirmaya
baslayabilecek olan atigi devre
Uzerinden temizlemek daima tercih
edilmesi gereken bir yaklasimdir. RO tip flakslar alkol benzeri
basit ¢ozlicller ile rahatlikla temizlenebilirler.

Ayrica ylzeye koruma amach konforma kaplama yapilmasi
dustiniliyor ise mutlaka temizlik yapilmalidir. Bu kaplamalarin
yuzey temizligine son derece hassas olmasindan dolayi, ylizey
organik yag veya inorganik tuz artiklarindan arindiriimadik¢a
kaplama korumasi tam olarak saglanamayabilir.

RO tip flakslari, yliksek, orta ve diisiik aktif katt madde oranlarina
uygun olarak Ui¢ alt kategoriye ayirabiliriz. Bu Gi¢ farkl RO tip flaks
MIL-F-14256, ANSI/IPC-SF-818 Class 3 veya daha eski standart
olan QQS-571 tip, askeri standartlar iceren savunma elektronigi
Uretimleri icin uygun tip flakslardr.

RA - Rosin Activated : Regineli flakslarin en aktif tipi olup en ¢ok
atik birakan tipidir. Bu tip aktif flaks tipleri yogun malzeme iceren
cok kath kartlarin lehimlenmesinde basari ile kullanilabilirler.
Kesinlikle temizlenmeleri gerekir ama atiklari uygun flaks
temizleyicileri ile kolayca yikanip temizlenebilir tirdendir.

RMA - Rosin Mildly Activated : Yuizey oksitlerini temizleyebilecek
diizeyde az/orta seviyede aktivasyona sahip recine flaks tipidir.
Kullanim sonrasinda yapiskan olmayan ve oksitlenmeye yol
acmayan tiirde az miktarda ama ¢ogunlukla halojen tuzlari
iceren atiklar birakir. iyonik kirlilige yol acmasi nedeni ile RMA
tip flakslarin da temizlenmesi tavsiye edilir.

R - Rosin : En dustik seviyede aktif olan flaks tipi olup, cok basit
Uretimlerde ve sadece ¢ok temiz yuzeyler ile kullanilabilirler.
Uygun 1si ile kullanimlari sonrasi hemen hemen hic¢ artik
birakmazlar.

WS - Water Soluble
— RO temelli su ile

¢ozlinebilir flaks
tipleri de vardir
ve elektronik

Gretimlerde
kullanilabilirler.

Son derece aktif
yapilari nedeni ile
yuzey oksitlerini

siratle temizlerler ve lehimleme islemleri son derece kolaylasir.
Ama atiklarda cok aktif olduklarindan lehim sonrasinda
yine hizlica temizlenmeleri gerekir. Zamaninda yada tam
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anlami ile temizlenmemis bu tip flaks atiklari metal yiizeyleri

asindirmaya devam ederler. Asidik atiklar kart tGzerinde kagak

elektrik akimlarina sebep
olabilir. Organik temelli
veya inorganik temelli
olabilirler ve her iki tipi
de RA tip flakslardan daha
aktiftir. inorganik temelli
olanlari bilinen tim flaks
tipleri icerisinde en aktif
olanidir.

Bu asamada c¢ok merak
edilen bir konuda kisa bir
aciklama yapmak gerekir
ise, lehimleme islemleri
asamasinda ortaya c¢ikan duman kaynama noktasini gecen
flaks kaynakhdir ama yaygin olarak inanildigi gibi, kursun
buhari icermez. Elbette bu duman cigerlerimize ¢ekmek icin
uygun dedildir. Nefes darligi veya astima sebep olabilir ama
yaygin olarak inanildigi gibi, kursun buhari icermez, kursun
zehirlenmesi veya kanser tiirevlerine yol agmaz. Dogal regine
kaynakli oldugu icin glizel kokmasi nedeni ile tercih edilen
RO tipi flakslarin dumani daha kotu kokusu olan RE veya OR
tipi flaks dumanlarindan daha ¢ok zararli madde icerir ve daha
zararlidirlar.

Lehimleme esnasinda ¢ikan dumanda Flaks icerigindeki asitler
ve bunlarin yiizeydeki oksitler ile reaksiyona girmesi neticesinde
aciga cikan ve sigara ictigimizde de benzer sekilde maruz
kaldigimiz formaldehit, toluen, alkol ve hidroklorik asit bilesikleri
bulunur. Kursunun kaynama
sicakhgr 1500 derecenin
Uzerinde oldugu ve lehim
islemi genelde 400 derece
altinda yapildigi icin agiga
¢tkan duman icerisinde bu
sorunlara yol acacak kursun
buhari bulunmaz.

Lehimden gelen asil tehlike
icerigindeki kursunun
sindirim sistemi yolu ile
alinmasidr. Lehimleme
stirecinde  lehim  yapan
kisilerin yeme icme
hatta sigara kullanmalari
oncesinde ellerini yikamalari
ile kursunun viicudumuza
girme riski de engellenir.

RE : Resin tip flakslar

RE tip flakslar gelisen elektronik endustrisinin daha o6zel
gereksinimleri dogrultusunda tasarlanarak, sentetik olarak
laboratuvarda uretilmisveya RO tipiflakslarin disiik asitdegerleri
icerecek sekilde modifiye edilmesi ile olusturulmuslardir. Isi
dayanimlari daha iyi, temizlenmeleri daha kolaydir. Lehimleme
islemi stirecindeki havya ucu isisi ile bile ugucu hale gelerek PCB
lUzerinde etkisizlesecek kadar yeterli miktarda aktif madde icerir
sekilde tasarlanmislardir.

Genel olarak bu tip flakslar “No Clean - temizlemeye gereksinimi
olmayan”veya“Low Residue - az atikli” diye adlandirilir. Ozellikle
yuzey monteli Uretimlerde malzemelerin altinda erisim ve
temizlenmesi zor artiklar kalacag icin Ureticiler tarafindan
bu tip temizlenmesine gerek olmayan flakslar gelistirilmis
olup kullanimlar son derece yayginlasmis durumdadir. No-
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Clean denen tipler, 6zellikle atiklari lehimleme islemi sonrasi
temizleme geredi duyulmayacak Uretimler icin tasarlanmistir.
Benzeri sekilde Low
Residue tiplerinin  de
atiklan Uretilen elektronik
Uriintin fonksiyonuna
bagh olarak kart tzerinde
rahathkla birakilabilir.

OR: Organic tip flakslar

En yaygin flux tiplerinden
biridir. iceriginde dogal
veya laboratuvar tipi
recine asitleri yerine sitrik,
laktik, stearik asit gibi
yaygin zayif asit tipleri kullanilir ve bu zayif asitler isopropil alkol
ve su gibi ¢coziicller ile birlestirilir.

RO tipi flakslardan daha guiclii olup, oksitleri ¢cok daha hizh
temizler. %1-%>5 arasi kati madde oranlari ile yeterli aktivasyon
ile temizlenebilirlik arasinda cok iyi bir denge sagladiklari icin
daha cok tercih edilirler.

OR tipi flaks atiklari elektriksel olarak iletken olduklari icin
Urtinlin islevi ve performansi acisindan sakincali olabilirler ve
temizlenmeleri tavsiye edilir. Ancak ayni zamanda iceriginde
kullanilan asitlerin suda ¢6zlinebilir dogalari olmasindan dolayi
su ile kolayca temizlenebilirler. Baski devre kartlari, Gzerlerinde
1Islanmamasi gereken malzemeler varsa uygun sekilde korunarak
lehimleme sonrasi su ile yikama yapilabilir. Bu nedenle aslinda
RE tipi No-clean flakslar cevre
dostu sayilsalar da, OR tip flaks
kullanimi da rahat yikanabilirlik
acisindan cevresel olarak tercih
sebebidir.

Konvansiyonel  tip  bacakh
malzemeler ile yeni teknoloji
SMD tipi malzemelerin birlikte
yogun olarak yer aldigi
askeri sektor Uretimleri icin
makinalarda sadece RO tipi
flaks kullaniimasi  gerekliligini
distinmek pek dogru degildir.
OR tipi flakslar da, bu tiir baski
devre kartlar tretimleri icin son
derece uygun flakslardir. OR tip
flakslar sivil, endustriyel ve telekomiinikasyon sektdrlerinde
kullanildiklari kadar askeri sektor tretimlerde de hem lehimleme
hem de temizlik standartlarini rahatlikla karsilayacak sekilde
kullanilabilirler. Organik temelli su ile ¢éztinebilir flaks tipleri de
mevcut olup kullanimlari yaygindir.

IN : Inorganic tip flakslar

Organik tip flakslarin hidroklorik asit, amonyum veya ¢inko
klorid turd kuvvetli asit karisimlari ile Gretilmis opsiyonlaridir. IN
tipi flaks kullanimi daha ¢ok piring, nikel, demir veya paslanmaz
celik gibi daha zayif asitli flakslarin is goremedigi tlrde
malzemelerin lehimleme islemleri hedeflendiginde kullanilir
ve kullanim sonrasi yiizeyde kalan atiklarin paslandirici hatta
clrittict dogasi nedeni ile komple temizlenmeleri gerekir.
IN tipi flakslar genel anlamda elektriksel veya elektronik
Uretimlerde kullanilmamalidirlar.

Yukaridaki flaks tip kodlarina ek olarak flaks akticvitelerini
belirtmek icin “L-Low/dustk” ; “M-Medium/orta” ve “H-High/
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yuksek” harfleri kullanilir.

Uclincii tanimlayici karakter de “0-No Halide/Halojen Tuz
bulunmaz”ya da“1-Halide/Halojen Tuz icerir” bilgisini verir.

ROLO karakterleri, dogal recine icerikli dusiik aktiviteli ve halojen
tuz icermeyen flaks tipini gosterir iken, REM1 orta aktivitede
halojen tozu iceren sentetik recineyi tanimlar.

Elektronik  Ureticiler, Uretecekleri  kartlarin  tipleri ve
yogunluklarini esas alarak dogru ve uygun flaks secimlerini
yapmalidirlar. Basit tip kartlar icin dlisiik katt madde iceren flaks
tipleri kullanilabilir. Uzerinde cok malzeme olan yogun kartlar
icin fazla kati madde icerigi olan aktif tipler tercih edilmelidir.
Ancak hizla gelisen teknoloji ile Uretilen kartlar daha kiictik ve
daha yodun hale gelmekte, lizerlerinde daha hassas islemci
tipi malzemeler bulunmaktadir. Uretilen bu tiir kartlar icin
her tir flaks atigi tehlike olusturabilecegi icin temizlik islemleri
gereksinim hale gelmekte, dolayisi ile de flaks segiminde
atiklarin nasil temizlenecegdi secimi etkileyen en 6nemli 6ge
olarak karsimiza ¢ikmaktadir. Secim ne kadar kuvvetli bir flaks
gerektigi, lehimleme sonrasi kart tizerinde kalan flaks atiklarinin
ne kadar tolere edilebilecedi ve ne tir bir temizlik islemi
gerekecegine bagli olarak yapilmahdir.

Degisik flaks tiplerinin lehimleme sireci sonrasinda olusan
temizlik gereksinimlerine sira ile g6z atmak uygun olur. Kart
Gzerindeki kalintilarinin temizlenmesi tavsiye edilen RO tip
flaks atiklari en rahat temizlenebilen tip atiklardir. RO flaks
tipinin temizlik gerektiren iki tlr kalintisi vardir. Birincisi recine
kaynakli, organik bazli, yapiskan ama iyonik 6zelligi olmayan
kalintilardir. Bu tip atiklarin yapiskan olmalari, zaman icerisinde
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calisma ortamlarindaki toz ve kirleri tutmasina ve kart Gzerinde
istenmeyen iletken yollar olusmasina sebep olabilir. Organik
temelli bu tir kalintilarin lehim sonrasi temizligi, klor veya flor
icerikli hidrokarbon tuirevi ¢oziiciler ile rahatlikla yapilabilir.

ikinci tir ve daha tehlikeli olabilecek kalintilar ise flaks
icerigindeki asit ve aktivator katkilardan kaynaklanan iyonik
kalintilardir. iyonik kalintilar da alkol gibi polarize bir ¢dziicii
kullanilarak rahatlikla temizlenebilir.

Standart RO tipi flaks kalintilari su ile ¢6ziinemez ama bazi
tlrevleri uygun sekilde formile edilerek, atik reginenin
saponifier dedigimiz katki maddesi ile sabuna dondstirtlmesi
sonucu suda ¢6ziinlr hale getirilir. Lehimleme siireci sonrasi
temizlik islemlerine temel teskil eden bu uygulama sonucu
organik veya sentetik bazli tim flaks artiklari su ile yikanabilir
hale gelmistir. Gelismelere paralel olarak su ile yikama prosesi
icin farkh flaks turleri icin gelistirilen cesitli kimyasallar baski
devre kartlarinin yikanarak temizlenebilmesine olanak saglamis,
sonunda 6nce ev tipi bulasik makinalarina benzeyen basit,
sonrasinda kompleks flaks cesitlerinin de temizlenmesine
olanak saglayan kapali devre calisabilen daha gelismis yikama
makinalar tasarlanmistir.

Ancak bu makinalarin rahat kullanilabilmeleri icin &ncelikle

baski devre karti Uzerindeki malzemelerin suda yikanmaya
dayanikh olmalari beklenir.

Tam tersi bir anlayis altinda gelisen ve Uretim icerisinde kimyasal
temizlik islemlerinden kurtulmak amacl olarak tasarlanmis olan
temizlik gerektirmeyen yapidaki RE tipi flakslar ise kullanim
kolayligi nedeniyle elektronik Ureticilerinin nerede ise 70%/i
tarafindan benimsenmis durumdadir. Kullanim kolayligi
nedeni ile Uretim asamalarini bu flaks tipine gére ayarlamis ve
farkli bir flaks tipi kullanmaktan kaginan Ureticiler karsilarina
cikacak farkli bir projede temizlik yapmak durumunda kalr
iseler isin gériinmeyen zor kismi ile ylzlesirler. RE tipi bir flaksin
atiklarini kart Gzerinden temizlemek diger tim flaks tiplerine
gore cok daha zordur. Basitce temizlik gerektirmeyen flakslar
temizlenmemek Uizere tasarlanmislardir.

Ancak teknik sikintilar nedeni ile RE tipi flakslarin da
temizlenmeleri gereken durumlar vardir. ilk problem flaksin
sert ve yapiskan yapisi nedeni ile igne yatakli “In-Circuit” tipi
test cihazlarindaki test ignelerinin kart Gizerindeki test noktalari
ile temasina engel olmasidir. Flaks atiklari test siirecinde test
cihazi igneleri lzerinde de birikerek belli zaman sonrasinda
Olclimlerde sorun yaratabilmekte veya test sistemlerinin sikhkla
bakima alinmasini gerektirmektedir. Yeni jenerasyon flaks
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tiplerinde bu sikintilar kismen asilmistir.

Gecmiste pek rastlanmayan ama teknolojik ilerlemeler ile
glindemimize giren ve glinimiizde daha ¢ok karsilastigimiz
en onemli sikinti ise flaks atiklarinin yiiksek frekans iceren
RF kartlarda arizaya sebep olmalaridir. Yiiksek frekanslarda,
ozellikle 1 GHz Uzerine ¢ikildiginda elektronlar iletkenlerin dis
yuzeylerden iletilirler. Eger iletken yollar tizerinde flaks kalintisi
varsa, bu kalintilar da iletken gibi davranir ve RF sinyallerini
bozabilirler.

Yine glinimuzde gelisen teknolojinin getirisi olarak koruyucu
kaplamalarin  6neminin artmasi ile karsimiza ¢ikan bir
diger sorun kaplamanin flaks kalintisi olan bolgelere rahat
yapisamamasi sorunudur. Bir diger dnemli ayrinti kaplama
malzemesi veya BGA tiiri entegrelerin altinda kullanilan
underfill dolgu malzemelerinin uygulanmasi asamasinda
karsimiza cikar. Flaks kalintilari nem absorbe ederler. Temizlik
yapilmadan konforma kaplama veya underfill uygulanirsa, kir
asamasi icin kart isitildiginda flaks kalintisi olan bolgelerde
kiiciik hava paketcikleri olusur. Bu hava kabarciklari zaman
icerisinde kaplama malzemelerinin kart ylizeyinden koparak
ayrilmasina, korumanin bozulmasina ve maruz kalinan gevre
kosullarinin karti etkilemesine sebep olurlar.
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sireclerinde
meydana
gelebilecek lehim
topcuklarinin
ylizeydeki
yapiskan flaks
atirklarina
tutunuyor |
olmasidir.
Flaks atiklari
temizlendiginde
lehim topguklarindan da kurtulmus olursunuz mantig ile
temizlik yapilmasi gereksinimi ortaya ¢ikar.
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RE tipi flaks atiklarini da temizleyebilmek icin saponifier
dedigimiz katki maddesi gerekir. Organik bazli saponifer
malzemesi cogu RE tipi flaks atiklarinda da ise yarar. Flaks atiklari
saponifier yardimi ile sabuna donustirulerek suda ¢oziiniir hale
getirilir. Ancak diger flaks tipleri ile kiyaslandiginda daha inatgi
olan bu atiklari temizlemek

icin  mutlaka  mekanik
yardim gerekir. Bu tip
flakslan yikayabilmek
icin ozellikle yeni
jenerasyon Urtini kapah
devre ve daha basinch
su kullanabilen yikama
makinalari gerekir. RE tipi
flaks yikamalarinda daha
sicak su ve daha uzun
stire yilkama yapilmalidir.

Yuksek veya disik kati
madde, farkl aktivasyon asitleri,

yumusak
tip atik gibi cok fazla cesit kimyasal yapida bulunabilen RE
tipi flakslarin temizlenmesi icin makinalarda dahi standart bir
prosediir belirlemek imkansizdir. Bir tip flaks atigini diizgiin

veya sert

sekilde temizlediginiz bir yikama prosesi, diger bir flaks icin
basarisiz olabilir. Sektordeki taleplere kulak veren flaks reticileri
yeni jenerasyon flakslarin kimyasal yapilarini ytkamaya daha
elverisli hale getirilmislerdir.

Ancak Ureticilerin de dikkate almasi gereken o6nemli bir
konu lehimleme prosesleri silrecinde (Ureticiler tarafindan

tavsiye edilen ISl
profillerinin diizgiin
sekilde  kullaniimasidir.
Lehimleme gereginden
az 1si ile yapilirsa, kart
Uzerinde  ¢ok  fazla
flaks atigr yani aktif
4 madde gorursiniz.
Gereginden fazla

1sinan flaks ise atiklarin
kurumasi, kararmasi ve
_ sertlesmesine yol acar,
. temizlik cok zorlagir.
Flaks icerisindeki ugucu
i1 aktif maddeler dogru isi
yani dogru uygulanan
1st profili ile ugar, zaten
temiz halde sonlanan
lehim baglantilarinin yikamasi kolaylasir.

OR tipi organik temelli flakslarin atiklari normalde kart Gizerinde
rahathkla birakilabilir. Ama hassas kartlarda nemli ortamlar
s6z konusu oldugunda atiklar glivenli olmayabilir. Gelisen
teknoloji icerisinde en rahat temizlenebilir tip flakslar da
yine OR tipi flakslardir. Bu tip flakslarin yine organik temelli
kalintilari lehim siireci sonrasinda, yine klor veya flor icerikli

hidrokarbon tlrevi ¢ozlciler ile
rahathkla temizlenebilir. Veya RO
ve RE tipi flaks temizliklerinde ise
yarayan saponifer kullanimi ile
atiklarin sabuna doéndsturilerek
suda ¢ozinlr hale getirilmesi
mimkindir.  Boylelikle diger
flaks tipleri icin  kullanilan
yikama teknolojisi OR tipi flakslar
icinde rahathkla uygulanabilir
durumdadir.

W S tipi su ile c¢ozlnebilir flakslar
genelde su bazl olmayan coziiciiler icerisinde cok aktif
kimyasallar kullanilarak formile edilmislerdir. Atiklar suda
rahat ¢ozlinurler, hatta muhtemelen iyonik atiklarin en rahat
temizlendigi atik tipidir. Ancak yikamanin tam ve mikemmel
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olmasi gerekir, ¢clinkli kart lizerinde kalabilecek atiklar zaman
icerisinde cok sorun yaratacak sekilde tehlike yaratirlar.

Su ile c¢ozlnebilir flaks kullanildiginda yikama mumkin
oldugunca hizlica miimkin ise bir saati gecmeden yapilmalidir.
Temizlikten iyi sonug alinmasi icin temizlik sivisi ile yikamaya ek
olarak fircalama, yliksek basincl sprey, veya benzeri mekanik
zorlama metodlari da kullanilmali, yikama sonrasinda kartlar
uygun sekilde kurutulmaldir. Yikama sivisi, ytkama ydntemi,
kullanilan deterjan tipi ve sicaklik kart Gzerindeki malzemeleri
etkilememelidir.

Flaks ve yikama teknolojileri gelismeye devam ediyor ama
gerek flaks, gerek temizlik malzemeleri ve gerekse yikama
makinalari Ureticilerinin Uzerinde anlastigi 6nemli nokta,
temizlik problemlerinin ¢6ziim asamasinin isin en basinda
yani tasarim esnasinda baslamasidir. Kullanilacak olan lehim ve
flaks tiplerinin, temizlik malzemelerinin ve yikama cihazlarinin,
kartlara koruyucu kaplama yapilip yapilmayacadinin, kartin
tasarim ve Uretim amaci ile birlikte en basta belirlenmesi gerekir.
Bu yontem kalite standartlar, kabul kriterleri ve guvenilirlik
gereksinimleri daha yliksek olan, medikal, savunma veya avionik
sistemleriicin Uretilecek kartlar icin cok daha fazlasi ile gegerlidir.

Flaks atiklari ne kadar pasif olursa olsun kart ylizeyinde
birakilmali mi? Temizlik kritik bir operasyon ise su ile ¢ozlinebilir
flaks kullanilmali mi? Kullanilamiyor ise bazi temizlenmeyen tip
flakslarin temizligi daha kolay olabilir mi? Temizligi daha kolay
olan bir flaks tipinin kullanimma gecilmeli mi? Temizlik icin
bir makine alinmali mi? Hangi tip deterjan kullaniimal? Farkli
kartlar icin farkh flaks kullanirsam temizlikten farkli bir sonug
alacak miyim?
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